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东信和平科技股份有限公司 

《公司章程》修改对照表 

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审

议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，同意公司修改《公

司章程》中营业范围相关内容，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次具体修订内

容如下： 

修订前条款 修订后条款 

第十四条  经依法登记，公司的经营范围如

下： 

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息

服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网

信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印

刷。 

一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领

域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM 卡、银行

卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、

无线收发设备、终端设备的研发、生产、销售；

计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术

开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、

生产、销售及技术服务；纪念卡册（含贵金属

纪念卡册）的设计、生产和销售；半导体模块

封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业

零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出

口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内

外装潢；信息系统集成服务；工程施工、承包

（涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质

证书方可经营）。 

第十四条  经依法登记，公司的经营范围如

下： 

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息

服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网

信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印

刷。 

一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领

域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM 卡、银行

卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、

无线收发设备、终端设备的研发、生产、销售；

计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术

开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、

生产、销售及技术服务；纪念卡册（含贵金属

纪念卡册）的设计、生产和销售；半导体模块

封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业

零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出

口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内

外装潢；信息系统集成服务；互联网广告服务；

工程施工、承包（涉及资质证的需取得主管部

门颁发的资质证书方可经营）。 

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改后的《公司章程》

以工商行政管理部门核准的内容为准。 
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